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摘要(译)

一种摄像元件芯片的安装方法、内窥镜的组装方法、摄像模块以及内窥
镜。该内窥镜具备：摄像元件芯片，其具有芯片连接部；筒状的套管，
其被使用于内窥镜的观测器前端部；基板，其具有基板连接部，并且能
够在被插入至所述套管内时在所述基板连接部的附近弯曲，并固定有所
述摄像元件芯片；导线，其将所述基板连接部与所述芯片连接部接线；
包覆所述导线整体的具有柔软性的非导电性树脂；以及摄像模块，其具
有设置有所述摄像元件芯片的所述基板，并被插入至所述套管。
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